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Abstract (en)
A flexible printed circuit board having a polyimide film formed by a method wherein a polyimide precursor is directly applied on a metallic conductor
foil, dried, heated and cured. The polyimide film comprises two or more laminated layers. The coefficient of thermal linear expansion of at least one
polyimide layer except for the first polyimide layer in contact with the metallic conductor foil is larger than that of the first polyimide layer. Also, the
thicknesses and curls of the laminated layers of the polyimide film satisfy the following equations: 3.0 < Qn-1 X tn < 50; tn-1 > tn, where tn is the
thickness ( mu m) of the outermost polyimide layer (n-th layer), tn-1 is the thickness ( mu m) of from the first to the (n-1)-th layers, and Qn-1 is twice
the value (cm) of the radius of curvature of the curl of the film of from the first to the (n-1)-th layers. This board does not curl just after the curing, and
even after forming a circuit by etching.

Abstract (fr)
L'invention se rapporte à une carte de circuits imprimés flexible qui comporte un film de polyimide qu'on obtient par un procédé consistant à
appliquer directement un précurseur de polyimide sur une feuille conductrice métallique, à le sécher, à le chauffer et à le faire durcir. Le film de
polyimide se compose d'au moins deux couches stratifiées. Le coefficient d'expansion thermique linéaire d'au moins une des couches de polyimide,
à l'exception de la première couche en contact avec la feuille conductrice métallique, est supérieur à celui de la première couche de polyimide. En
outre, les épaisseurs et les ondulations des couches stratifiées du film de polyimide satisfait les équations suivantes: 3.0 < Qn-1 x tn < 50; tn-1 > tn,
où tn représente l'épaisseur (mum) de la couche de polyimide la plus extérieure (nième couche), tn-1 représente l'épaisseur (mum) de la première à
la (n-1ième) couche, et Qn-1 est égale à deux fois la valeur (cm) du rayon de courbure de l'ondulation du film de la première à la (n-1ième couche).
Une telle carte de circuits imprimés n'ondulepas juste après le durcissement, ni même après formation d'un circuit par gravure.
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